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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Вивчення поверхневих процесів при хімічному і електрохімічному розчиненні міді і її сплавів в різних
розчинах.

Назва роботи англійською:
Investigation of surface processes by chemical and electrochemical dissolving of copper and its alloys in various
solutions.

Реферат українською:
Мета досліджень - вивчити поверхневі процеси, які відбуваються на міді та її сплавах при їх
електрохімічному і хімічному розчиненні в різних водних і водно-органічних розчинах.Вивчено корозійну й
електрохімічну поведінку сплавів Cu-Ni в кислих хлорид-вмісних і аміачних розчинах, анодне розчинення
залізо-мідних сплавів в електролітах NaCl, NaOH і їх сумішах, корозійне й електрохімічне поводження латуні
Л-62 у концентрованих розчинах FeCl3, CuCl2 і їхніх сумішах, а також у хлоридвмісних розчинах
ацетонітрилу і його сумішах з водою, кінетику анодного розчинення міді в кислих хлоридвмісних розчинах.
На j, Е-кривих встановлено наявність двох областей - активного розчинення і граничного струму. Механізми
розчинення на цих дільницях різні.Встановлено області пасивації і природу сполук, що пасивують. Показано,
що в розчині NaCl + NaOH в області потенціалів від +0,35 В здійснюється пасивація сплавів Fe-Cu сумішшю
гідроксидів Fe(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2. Вибрано оптимальний режим електролітичного одержання сировини
для синтезу монофериту міді. Доказано, що утворення феритів CuFe2O4 починається на аноді
електролізера.Показано, що у водних розчинах швидкість розчинення латуні менша, ніж її окремих
компонентів. Вона визначається мідною складовою сплаву і залежить від концентрації CuCl2 у розчині.
Розчинення латуні у водно-ацетонітрильних сумішах лімітується катодною стадією процесу. Визначено
концентраційні області неводного компонента, для яких переважними процесами є знецинкування і
рівномірне розчинення сплаву. Установлено природу сполук, що пасивують, для водних розчинів CuCl,
CuOH і Zn, а для водно-органічних, крім того, ще і Cu(OH)2 і Zn(OH)2.Показано, що в області активного
розчинення протікає іонізація міді до Cu (І). Вигляд продуктів іонізації залежить від концентрації Cl- -іонів.
Активне розчинення Cu протікає через утворення адсорбованого шару CuCl, який розчиняється у надлишку
Cl- -іонів з утворенням комплексів CuCl2-. Показано, що активне анодне розчинення міді лімітується
дифузійно і кінетично, а швидкість потоку CuClj1-j визначається тільки дифузією. В області граничного
струму на поверхні міді також утворюється адсорбований шар CuCl, який потім перетворюється в пористий
кристалічний шар CuCl. В цій області потенціалів CuClадс також може іонізуватися з утворенням Cu2+ -іонів.
Показано, що товщина фазового шару CuCl не залежить від концентрації Cl- -іонів. Доказано лімітування
процесу розчинення міді в області граничного струму дифузією Cl- -іонів через пори поверхневого шару.
Швидкість пасивації міді CuCl оцінюється різницею струму на диску і кільці.Показано, що існує певний
синергізм дії амінів і іонів іоду (брому), який виражається в збільшенні ємності розчинів за стравленою міддю
і забезпеченні достатньо високого значення швидкості травлення протягом усього часу. Вивчено
багатошарову пасивацію міді в мідноаміачних хлоридних розчинах. Зареєстровано збільшення провідності
поверхневих шарів внаслідок граничної дифузії Cu2+ -іонів і їх концентруванні в полікристалічних осадах.
Встановлено, що ефект підсилюється при збільшенні ступеня розрихлення шарів, багатократному скануванні
потенціалу і можливості протікання зустрічної дифузії Cu2+ -іонів.

Реферат англійською:
The aim of the investigation - to study surface processes passes on copper and its alloys sur-face by their
electrochemical and chemical dissolving in various aqueous and aqueous-organic solutions.Methods: gravimetry,
atom absorption spectrometry, X-rays, chronopotentiometry. Corrosive and electrochemical behaviour of Cu-Ni



alloys in aqueous acidic chloride-contained and ammoniac solutions, anodic dissolving of Fe- Cu alloys in aqueous
electrolytes of NaCl, NaOH and their mixtures, corrosive and anodic behaviour of brass L-62 in concentrated
aqueous solutions of FeCl3, CuCl2 and their mixtures as well as in chloride-contained acetonitrile solutions and its
mixtures with water have been investigated. The kinetics of copper dissolving in chloride-contained solutions is
studied.In the area of active copper dissolving have been shown takes place its ionization into Cu(I). Species of
ionization products depends on Cl- -ions concentration. Active Cu dissolving passes through the formation of
CuCl adsorption adsorption layer that dissolve in Cl- -ions ex-cess with CuCl2- complexes formation. The active
cathodic copper dissolving has been shown is limited by diffusion and kinetics. The velocity of CuClj1-j flow is
determinated only by diffu-sion. In the area of limited current on the copper surface is formated also the
adsorption CuCl layer that transform then in porous crystalline CuCl layer. In this potentials area CuClads can also
ionize with Cu2+ -ions formation. The thickness of phase CuCl layer have been founded depends on Cl- -ions
concentration. The process of copper dissolving in the range of limited current have been proofed is limited by Cl-
-ions diffusion through the pores of surface layer. The velocity of copper passivation with CuCl is evaluated by the
current difference on the disc and the ring. Amines and iodid- (bromid-) ions have been shown are promote the
increase of capacity of solutions by etched copper and ensure sufficient high etching velocity during all period.
Multilayer copper passivation in aqueous and aqueous-ammoniac copper-chloride solu-tion is studied. The
increase of layers conductivity because of border Cl- -ions diffusion and their concentrating in polycrystalline
precipitates are registrated. This effect have been estab-lished is enhanced by increase of porosity degree,
frequentative scan of potential as well as be the possibility of counter Cu2+-ions diffusion. The Fe-Cu alloys
passivation areas by anodic dissolving in aqueous NaCl + NaOH elec-trolyte and the nature of inhibitive
compounds as Fe(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2 are determined. It is proofed the formation of ferrites like CuFe2O4
begin in the anodic space of electrolyser. It has been shown that in aqueous solutions the velocity of brass
dissolving is less than of its separate components. The velocity is determined by copper contribution of alloy and
depends on CuCl2 concentration in solution. Brass dissolving in water-acetonitrile mixtures is limited by cathode
stage of the process. The non-aqueous component compositions areas, in which the mainly processes are zinc
dissolving and regular alloy dissolving, are established. The nature of passivating compounds for aqueous CuCl,
CuOH and Zn solutions and for water-organic ones of these componds and also of Cu(OH)2 and Zn(OH)2 is
determined.Application area: electrochemical dimensional copper and its alloys treatment.
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